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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlogen entnomrnen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 
® Elektrokochplatte 

© Es wird eine Elektrokochplane mit einem Kochplatten- 
korper (1) aus einer Giaskeramik mit einer ebenen Ober- 
flache vorgeschlagen, an dessen Unterseite (14) eine Be- 
heizung angeordnet isT. Diese Beheizuny besteht aus ei- 
ner Metal Ifolie (3, 16), die im warmetechnisch gunstigsten 
Fall in direktem Koniakt mit der Unterseite (14) des Koch- 
plattenkorpers (1) gebracht wird. Die Metallfolie (3, 16) 
wird durch ein Tray erelen tent yehalten. Insbesondere iin 
Falle einer genoppten Unterseite (14) des Kochstellenkor- 
pers (1) wird zwischen dem Heizleiter (3) und der Unter- 
seite (14) ein hochwarmeleirfahiger Kleber(2) eingesetzt, 
welcher eine gute elektrische Isolationsfestigkeit besitzt! 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Elektrokochplatte mit einem 
Kochplattenkorper mit einer ebenen Oberflache und einer an 
seiner Unterseite angeordneten Beheizung, nach dem Ober- 5 
begriff des Patentanspruches 1. 

Aus der Praxis sind bereits konventionelle Kochsysterne 
bekannt, bei denen zur elektrischen Trennung eines Heizlei- 
ters von einer Kochzonenunterseite eine Luftstrecke von 
8 mm eingehalten werden muB. Bei diesem Abstand und ei- 10 
ner Betriebstemperatur von unter 600°C wird eine Span- 
nungsfestigkeit von mindestens 3750 V erreicht. Dabei 
spielt es keine Rolle, welchen elektrischen Widerstand die 
Kochzonenabdeckung bei hoheren Betriebs temperaturen 
annimmt. Nachteilig bei diesem konventionellen Kochsy- 15 
stem ist die benotigte Leerlauftemperatur von uber 500°C, 
um beim Kochvorgang brauchbare Ergebnisse zu erzielen. 
Der Wirkungsgrad kann bei diesem Kochsystern nicht. we- 
sentlich iiber 70% gesteigert. werden. 

Anstelle der bei dem konventionellen Kochsystern einge- 20 
setzten Glaskeramikplatte ist es auch aus der Praxis bereits 
bekannt, eine sogenannte Platte aus Hochleistungskeramik, 
beispielsweise aus Siliciumcarbid oder Siticiumnitrid, aus- 
zuwahlen, die hochisolierend hergestellt. wird. Dadurch 
kann cine Luftstrecke entf alien, weil die Hochleistungskera- 25 
inik die Warme so gut leitet, daB bereits 250°C Belriebsiem- 
peratur auch fur einen Kochvorgang ausrcichen und die Ke- 
ramik in diesem Ternperaturbereich den elektrischen Strom 
nicht leitet. Durch die niedrig'e Betriebstemperatur von 
2M)°C kann der Kochvorgang allerdings nur mil. spezicllen ~M) 
Topicn, die ebenfalls einen Keramikbodeo besilzen, oplimal 
gcnuizt werden. AuBerdem besitzen diese Hochleistungskc- 
r an liken keine gerichtete Warmeleitung, d. h., daB die War- 
meleitung in Langs- und Querrichtung gleich gut ist. Die 
Kochzone kann also nicht wie bei einer Glaskeramikplatie 35 
iliermisch abgegrenzt. werden. 

Die DE 38 27 073 Al offenbart eine Eleklrokoehplai te- 
ller gaiiungsgemaBen Art. mit einen i Koehplaticnkorper und 
einer an dessen Unterseite angeordneten Beheizung, die ei- 
nen elektrischen Heiz widerstand aufweist. Diese Beheizung «o 
ist als llache, papierartige bzw. sandwichariige Schichi aus 
t_ ine in warmebestandigen Material mil: einen l darin angeord- 
;:eien elektrischen Widerst.andselemeni ausgcbildel und 
stehi in Kontakt mit der Unterseite des zu bcheizenden Teils 
des Kochplat.tenkorpers. Der Kochplattenkorper isi cdierna- -}f> 
liv aus "GrauguB, einem geformten Edeistahl oder aus einem 
gesinierten Material gefertigt. Die Beheizung ist gegen die 
Unterseite des Kochplat.tenkorpers geklebt. Ferner kann die 
Beheizung dadurch gegen die Unterseite des Koehplaticn- 
korpers gepreBt werden, daB in den unt.eren Hohiraum ein 50 
Fullsloff mit flussigkeitsahnlichen Eigenschaften eingeselzi 
ist, der von unten durch einen AbschluBdeckel verschlossen 
wird. 

Ausgehend von dem vorgenannten Stand der Technik ist 
es Aufgabe der Erfindung, eine Elektrokochplatte der ein- 55 
gangs genannten Art zu schaffen, bei welcher die Wiirme- 
ubertragung zwischen einer Warmequelle, beispielsweise 
einen Heizleiter, und einer Warmesenke, beispielsweise ein 
KochgefaB, mit einfachen technischen Mitteln. und unter 
Einhaltung der geforderten elektrischen D u rc h sc h lag fes tig- 60 
keit optimiert wird. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die Merk- 
male des Patentanspruches 1 gelost. Vorieilhafte Ausgest.al- 
lungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un- 
leranspriichen beschrieben. 65 

Die wesentlichen Vorteile der crlindungsgcniaBen Lb- 
sung sind darin zu sehen. daB die eingangs geschilderten 
Vorieile der unterschiedlieheu Kochsysteine sinnvoli zu ei- 
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nem System verbunden werden. Es konnen konventionelle 
Glaskeramiken mit konventionellen KochgefaBen, aber pla- 
nen Topfboden eingesetzt werden. Der Wirkungsgrad steigt 
bei anliegender Heizleiterfolie auf uber 80%. Ferner isl es 
wesentlich und ein Hauptmerkmal der Erfindung, daB die 
Metallfolie als Heizleiter flachig auf der G las kera mi k unter- 
seite kontaktierend mit Temperaturen zwischen 200"C bis 
400°C eingesetzt ist. Bei diesen niedrigen Temperaturen ist 
die Gefahr, daB sich ein Kochtopf(boden) verzieht und 
durchbiegt, relativ gering, was sich als ein weiterer Voneil 
der Erfindung darstellt. Femer ist auch ein KochgefaB/ 
Kochtopf mit einem verzugsfreien Glaskeramikboden oder 
ein komplett aus Glaskeramik gebiidetes KochgefaB mit 
Vorteil einsetzbar. 

Bei einer glatten Unterseite des aus Glaskeramik gebilde- 
ten Kochplattenkorpers wird die Metallfolie voll flachig an- 
gepreBt. Bei einer genoppten Unterseite des aus Glaskera- 
mik bestehenden Kochplattenkorpers wird zwischen der 
Metallfolie und der Unterseite ein sehr gut die Temperaiur 
lei ten der Kleber eingesetzt. 

Ein wei teres wesentliches Merkmal der Erfindung wird 
darin gesehen, daB eine von der elektrischen Isolation a u 
hangige Grenztemperatur eingehalten wird, so daB jet. 
therrnisch gut leitende Material als Kochzonenabdeckung 
verwendet werden kann, indem die Regelung die mux i male 
Temperaiur einhalt, bei der ein eingesetzier WerkstotT ge- 
rade noch seine elektrischen Isolat.ionsfesiigkeiisei^en- 
schat'ten besitzt. Es erfolgt. eine automatische Erhohung der 
Temperaiur uber die Grenztemperatur, wenn sehlechie An- 
kochwerte erzielt werden. Dabei wird gleichzeitig und auto- 
ma I i sen eine Erhohung des Luftspal'tes zwischen der Unter- 
seite des Kochplattenkorpers und der Metallfolie einge fuhri. 
um auch bei hoheren Temperaturen elektrisch i sol ie rend /.u 
sein. 

In der Zeichnung isl. ein Beispiel der Erfinduivj kIh^- 
sic lit. Darin zeigen: 

Fig.. 1 eine Elektrokochplatte in schematiseher l^arsiel- 
lung im Schnitt, 

Fig. 2 die Elektrokochplatte gemaB Fig. 1 mil am'.erc:-- 
Tragerelement im Schnitt, 

Fig. 3 die Elekirokochplatte nach Fig. 1 mil Klchesehie:;; . 

Fig. 4 eine 'Kochplatte mit wellenartig geformtem ilei/- 
leiier. 

Fig. die Kochplal.tc nach Fig. 4 in anderer Bau^e:^ 
Schnitt, 

Fig. 6 die Kochplatte nach Fig. 4 in noch anderer Bm.- 
weise im Schnitt, 

Fig. 7 eine Kochplatte mil. bewegbarem Heizleiter mi 
Schnitt. 

Die Elektrokochplatte 11 besitzt einen Kochpiaiienkorpcr 
1 aus einer Glaskeramik (Geran), der mit einer ebenen Ober- 
flache 12 ausgebildet. ist, auf welcher ein KochgefaB 13 mil 
dem Gargut aufgestellt wird. Ublicherweise werden vier 
Kochplatten unterschiedlicher GroBe und mitBratererweite- 
rung durch einen Kochplattenkorper 1 flachig abgedeckt. 
Die Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 1 kann eben oder 
genoppt ausgebildet sein. In dem Beispiel nach Fig. 1 wird 
von einer ebenen Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 1 
ausgegangen. An die Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 
1 liegt eine Beheizung in Form einer Metallfolie 3 in direk- 
tem Kontakt an. Dabei erfolgt die Anlage der Metallfolie 3 
flachig und wird unterstutzt durch einen Isolierkorper 4. Der 
Isolierkorper 4 ist aus einem warmedammenden und elek- 
trisch nicht. leilenden Werks toff hergestellt. und wird mil ge- 
eigneten Mitteln von unten gegen die Metallfolie 3 flachig 
angedruckt. Als ein geeignetes Mittel zur Halterung des Iso- 
licrkorpcrs 4 uls Stutzelement fur die Meiallfolie 3 kann ge- 
maB den Fig. 2 und 4 eine untergeser/.ie Sehale 5 dienen. Es 
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ist theoretisch aber auch denkbar, andere AbsttHzelemente . 
und sogar Schraubverbindungen anzubringen. 

Durch die nach Fig. 1 erzielte direkte und flachige Kon- 
taktierung des Kochplattenkorpers 1 wird ein optimaler Wir- 
kungsgrad der Warmeubertragung von dem Heizleiter 3 auf 5 
das Gargut in dem KochgefaB 13 erzielt. Dabei sind wegen 
der direkten Kontaktierung nur Temperaturen von 200°C bis 
400°C notwendig. Die Metallfolie 3 (Folienheizkorper, 
Heizleiter) ist durch entsprechende elektrische Verbindung 
15 rnit einer Energiequelle und einer Steuer- und Regelein- 10 
richtung verbunden. 

Der Isolierkorper 4 in Fig. 1 ist aus einem thermisch und 
elektrisch isolierenden, starrer! und im wesentlichen unela- 
stischen PreBkorper gebildet. Ansteile eines solchen gepreB- 
ten Isolierkorpers 4 ist auch eine Filamentmatte oder ein an- 15 
derer Isolierkorper rnit. Federeigensch'aften einsetzbar, die 
einerseits fur eine ganzfiachige Antage an die Metallfolie 
geeignet sind und andererseits bei hoheren Temperaturen 
zusatzlich expandieren. 

In dem Beispiel nach Fig. 2 liegt. die Beheizung in Form 20 
einer Metallfolie 3 (Folienheizkorper, Heizleiter) wiederum 
direkt an der Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 1 an, der 
auch in diesem Beispiel eine Glaskeramikplatte (Ceran) ist. 
Das Andrucken der Metallfolie 3 an die Unterseite 14 er- 
folgt in diesem Fall durch ein Kissen 7 aus einem elasti- 25 
schen Werkstoff, das im inneren Hohlraum rnit Luff., Flus- 
sigkeit, Gel, Kugelgranulat. oder dergleichen Masse gefullt 
ist. Das Kissen 7 wird durch eincn Hal rerun gstropf 5 getra- 
gen und in der Andruckposiiion unter der Meiallfolie 3 ge- 
halten. Das auf seiner gesaini.cn Andruckflachc elastische 30 
Kissen eignet sich in optimaler Wcise zum Andrucken an 
die Metallfolie in ganzfiachigem Format. 

In Fig. 3 ist die Metallfolie 3 als Beheizung unter Zwi- 
schenfugung einer Klebeschicht 2 an die Unterseite 14 des 
Kochplattenkorpers 1 gelegi.. Auf der zum Kochplatt.enkor- 35 
per 1 abgewandfen Scitc licgi tinier der Metallfolie 3 wie- 
derum ein Isolierkorper 4 oder 7. Zur elcklrischen Isolation 
des Heizleiters 3 best.ehl. der Kochplaiienkorper I (Glaskera- 
mik) aus einem modi fizier ten Werkstoffe der in. sich eine 
hone elektrische Spannungsfesiigkcit biet.et. Alternativ isl «*<) 
seine Oberflache zusatzlich mil einem elekirisch isolieren- 
den und gut warmeleiicnden Ubcr/.ug versehen. Diese Ubcr- 
zuge konnen z. B. aufgedamphe oder durch Tempo rung her- 
gestellte Melalloxyde sein. Ansiclle solchcr 'besonderen 
Werkstoffe fiir die Glaskeramik mil hoherer elektrischer 45 
Spannungsfestigkeit kann entsprechend Fig. 3 ein Kleber 
bzw. eine Klebeschichi 2 mil. einer hohen elcklrischen Isola- 
tion und thermisch guter Leiilahigkeii. eingesetzl werden. 
Der Warmewiderstand dieser Klebeschicht 2 ist gegenuber 
dem Kochpiattenkorper 1 sehr gcring, damit die Klebe- 50 
schicht 2 nicht als thermischer Isolator wirkt. 

Die Glaskeramikoberflache ist regelmaBig glatt ausge- 
fuhrt, wahrend ihre Unterseite 14 im Regelfall genoppt ist. 
Diese Noppung auf der Unterseite 14 der Glaskeramik er- 
hoht ihre mechanische Stabiiitat. bei Schlagbeanspruchung. 55 
Sie wirkt sich jedoch storend bei der innigen Anbindung des 
Heizleiters 3 an die Unterseite 14 der Glaskeramik aus. 
Auch aus diesem Grunde kann es bei isolierenden Glaskera- 
mik werkstof fen fur den Kochpiattenkorper 1 notwendig 
sein, eine Klebeschicht bzw. cinen Kleber 2 zum Ausgleich 60 
der Noppung auf die Unterseite. 14 des Kochplattenkorpers 
1 aufzutragen. Diese Klebeschicht. 2 wirkt. dann auch als 
Vermittler bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten 
der verwendeten Malerialien fiir den Kochpiattenkorper und 
den Heizleiter. ... 65 

- In den vorgenannlen Fallen kann die Metallfolie 3 in die 
Klebeschichi auf- oder eingobracht. werden. Die Metallfolie 
kann wahlweisc nuch in eine nr.chfolgcnde zweiie Klebe- 



schicht teilweise oder vollstandig eingebettet werden. Auch 
diese zweite Klebeschicht muG dann ebenfalls sehr gut war- 
meleitend sein. In Abhangigkeit der bestehenden Isolation 
kann die elektrische Isolationseigenschaft der zweiten Kle- 
beschicht dann allerdings geringer sein. 

In den Fig. 4, 5 und 6 sind Beispiele einer Elektrokoch- 
platte rnit wellenartig geformter Metallfolie 16 fiir die Be- 
heizung. eingesetzt. In den gezeigten Beispielen sind die 
oberen und dem Kochpiattenkorper 1 zugewandten Weilen- 
berge jeweils in eine Klebeschicht 2 eingebettet, welche sich 
auf der Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 1 befindet. Im 
Fall der Fig. 6 ist zwischen der ersten Klebeschicht 2 und 
der Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 1 eine weitere 
Klebeschicht 17 eingefugt, die u. a. auch zum Ausgleich 
von Unebenheiten auf der Unterseite, beispielsweise Nop- 
pen, dienen. Dieser zweite Kleber 17 besitzt sehr gute elek- 
trisch isolierende und warmeleitende Eigenschaften. In Fig. 
4 sind die unteren Wellentaler der wellenartig geformten 
Metallfolie 16 in den Isolierkorper 6 eingeformt. Die Ober- 
flache des Isolierkorpers 6 liegt dabei jeweils an den Unter- 
seiten der zugewendeten Metallfolie 16 und teilweise an der 
Klebeschicht 2 an. Dagegen zeigt. Fig. 5, daB die unteren 
Wellentaler der Metallfolie 16 auf dem in dem Halt.erungs- 
tropf 5 flachliegenden Isolierkorper 18 aulliegen. 

Beim Kochen bzw. bei der Bedienung der lilektrokoch- 
platte uberwachen Sensoren die Temperatur des Kochplat- 
tenkorpers 1 und/oder die Temperatur des Heizleiters 3, 16. 
sofern diese direkt proportional zur Giaskeraurik-Tempera- 
tur ist. Wenn der Heizleiter 3, 16 innig an der Unterseite des 
Kochplattenkorpers 1 anliegt, wird eine Grenztemperatur 
festgelegt, bei der die notwendigen elcklrischen Isolierei- 
genschaften garantiert werden konnen. Diese Temperatur 
stelit die maximale Grenztemperatur dar. Die Regelung 
kann nun in Abhangigkeit. der Vorwahl des Bedieners die 
Encrgie entsprechend erhohen, bis diese' Grenziemperatur 
erreicht wird. 

Nach Fig. 7 wird ein wei teres Aust lihrungsbeispiel durge- 
stellt, bei welchem auf Vorgabe ein Lufl spall \) zwischen der 
Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 1 und dem lleizleitcr 
3 eingefugt. werden kann. Damit wird die Mdglichkeii l>c- 
schaffen, auch mit ublichen hohen Temperaiuivn von bis /.u 
600°C ohne Beeintrachtigung durch cine zu gcringc elektri- 
sche Isolation des Kochplattenkorpers 1 kochen zu konnen. 
In diesem Fall ist der Heizleiter 3 durch eine Mechanik er- 
ganzt, die an eine vorgeschaltete Regelung in .Abhangigkeit 
ihrer Position die Grenztemperatur vorgibt. Diese Regcluiiij 
muR nun automatisch die Temperaiurandcrungcn pro ZeiN 
einheit. iiberWachen und bei schnellen Anderungen Informa- 
tionen zur Systemanderung abgeben. Solche Daten konnen 
beispielsweise sein: schlecht.er Topf, schlechtes Gefafx guter 
Topf etc. Die isolierende Wirkung des Luftspalies ist abhan- 
gig von der Grofie des Spalt.es 9. Je nach benotigter Grenz- 
temperatur kann die Mechanik den Luftspalt nun so dyna- 
misch verandem und eine gewunscht.e Grenztemperatur ein- 
stellen. Zu diesem Zweck wird der Isolierkorper 8 entlang 
der Fuhrungsstege 9 entsprechend dem Pfeil 19 aufwarts 
oder abwarts geregelt. Dadurch liegt. der Heizleiter 3 in der 
einen Endstellung direkt unter der Unterseite des Kochplai- 
tenkorpers 1 an, wahrend er in der anderen Endstellung ei- 
nen optimalen Luftspalt 9 zwischen seiner Obertlaehe und 
der Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 1 einnimmi. Ein 
solches mechanisches Verfahren zur temperaturabhangigen 
Absenkung des Heizleiters 3 kann beispielsweise durch He- 
bel, Gestange, mot.orisch, Federn, durch Memory-Metalie 
oder Bimetalle durchgefiihrt werden. Die Durchfuhrung des 
Abstandes zwischen dem Heizleiter 3 und dem Kochpiatten- 
korper 1 kann manuell mil. einem Posil ionsmeldcr an die Re- 
gelung durchgefuhri werden. Sie kann ebenso auch auioma- 
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risen durch die Regelung selbst anhand der Auswertung der 
Aufheizkurve iiber S teller erfolgen. Mil dieser Mechanik ist 
es moglich, daB die Elektrokochplatte automatisch die Tem- 
peratur erhoht und mit der Heizung auf Luftisolationsab- 
stand geht, wenn ein schlechter Topf bzw. ein schlechtes 5 
KochgefaB 13 bei maximal eingestellter Temperatur von 
250°C keine guten Ankochergebnisse liefert. 

Der Heizleiter 3 fur die Beheizung ist im einfachsten Fall 
aus einer FeCrAl-Legierung gebildet. Theoretisch kann die- 
ser Heizleiter 3 aber auch aus Dickschichtwiderstanden be- io 
stehen, die durch ein Siebdruckverfahren auf die Unterseite 
14 des Kochstellenkdrpers aufgebracht. und anschlieBend 
eingebrannt werden. An die Stelle der Klebeschichten t.ritt 
dann eine Glasschicht und auf dieser wird der Heizleiter 3 in 
Dickschichttechnik gelegt. Zum Schutz des Heizleiters 3 15 
vor Korrosion wird er zusatziich mit einer Glasschicht. nach 
auBen abgedeckt. Die Heizleiterstrukturen konnen durch 
Siebdruck aufgetragen werden. 

Insgesamt. sind als wesentliche Merkmale der Elekt.ro- 
kochplatte 11 festzuhalten: 20 

- Die Unterseite 14 des Kochplattenkorpers 1 (Glaske- 
ramik) ist giatt, wenn der Heizleiter als Mei.all folic 
vollflachig angepreBt. wird. Die Unterseite 14 darf aber 
genoppt sein, wenn ein gut tempera turlei tender Kleber 25 
2 cingesetzt wird. 

- Eine von der elektrischen Isolation abhangige 
Grenzternperatur ist einstellbar, so daB jedes therrnisch 
gui leitende Material als Kochstellenkorper Verwen- 
dung linden kann, indem die Regelung jene maximalc :>o 
Temperatur einhalt, bei der der eingesetzie Werkstott" 
gerade noch seine elektrische Isolationsfestigkeit be- 
sitzt. 

- Es erfolgt eine automatische Erhohung der Tempera - 
lur Liber die Grenzternperatur des Heizleiters 3, wenn :>5 
schlechte Ankochwerte erzielt werden, wobei g lei civ 
zcitig eine automatische Erhohung eines Luft.spalt.es 
zwischen dem Kochplattenkorper unci deni ITeizlciier 
eintritt. urn auch bei hoheren Temperaturen eine elck- 

i rise he Isolierung zu gewahrleisten. .uj 

Es wird eine Glaskeramik fur den Kochstellenkorper 
mil einer elektrischen Isolation g'ewahlt, die enr.weder 
in l ; orm hoherer spezifischer Isolation oder durch eine 
zusiilzliche Beschichtung mit einer elektrisch isolieren- 
ricn, aber therrnisch gut. lei tendon S chichi. (Metal i- -'5 
oxvde) erreichbar ist. 

Patentansprucbe 

50 

1 Elektrokochplatte mit einem Kochplattenkorper mit. 
einer ebenen Oberflache und einer an seiner Unterseite 
angeordneten Beheizung, die als flache, insbesondere 
sandwichartige Schicht aus warmebestandigem Mate- 
rial mit darin angeordnetem elektriscnem Widerstands- 55 
element, ausgebildet. ist und in Kontakt. rnit-der Unter- 
seite des zu beheizenden Teils des Kochplattenkorpers 
angeordnet ist, wobei die Beheizung gegen die Unter- 
seite des Kochplattenkorpers bedruckt und durch einen 
Kleber und/oder einen Fiillstoff als Tragerelernent ge- 60 
halten ist, dadurch gekennzeichnet, daB der Koch- 
plattenkorper (1) eine Glaskeramikplatte ist, an deren 
Unterseite (14) eine als Beheizung wirkende Metallfo- 
lie (3, 16) in direkten Kontakt. gebrachl. ist, die mit einer 
elektrischen Energiequelle in Verbindung steht. 65 
2. Elckl.rokochplatte nach Ansprueh 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zwischen der MetalJfolie (3, 16) und 
der Unterseite (14) des Kochplaitcnkorpcrs (1) eine 



541 A 1 

6 

Klebeschicht. (2, 17) eingefiigt ist, die aus einem hoch- 
warmeleitenden, elektrisch isolierenden Material be- 
steht. 

3. Elektrokochplatte nach Ansprueh 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Metallfolie (3, 16) durch ein 
Tragerelernent aus einem elastisch verformbaren Mate- 
rial gegen die Unterseite (14) des Kochplattenkorpers 
(1) gedriickt ist. 

4. Elektrokochplatte nach Ansprueh 1 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Tragerelernent ein mit einem 
elastisch verformbaren Material gefulltes Kissen (7) 
ist. 

5. Elektrokochplatte nach Ansprueh 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Kissen (7) mit Luft, Flussigkeit. 
Gel, Kugelgranulat oder dergleichen gefulit ist. 

6. Elektrokochplatte nach einem der vorgenannten 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Trager- 
elernent eine Fasermatte mit Federeigenschaften ist. 

7. Elektrokochplatte nach einem der vorgenannten 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallfo- 
lie (16) wellenartig geformt ist, wobei die zur Platten- 
unterseite (14) gerichteten oberen Wellen in einer Kl- 
beschicht. (2) eingesetzt sind, wahrend die gegenubc 
liegenden unteren Wellen auf oder in einen Isolaiions- 
korper (6, 18) aufstehen bzw. eingesetzt sind. 

8. Elektrokochplatte nach einem der vorgenannien 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine von der 
elektrischen Isolation des Kochplattenkorpers (1) ab- 
hangige Grenzternperatur eingerichtet ist, bei welcher 
der eingesetzte Werkstoff seine erforderliche cleki ri- 
se he Isolationsfestigkeit besitzt. 

9. Elektrokochplatte nach einem der vorgenannien 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine automa- 
tische Erhohung der Temperatur iiber die Grenzt em pe- 
ratur regelbar ist, bei welcher automatisch ein Luft spa li 
(9) zwischen der Unterseite (14) des Kochplaticnkor- 
pers (t) und dem Heizleiter (3) eingerichtet isi. 

10. Eleklrokochplatte nach- Ansprueh 9, dadurch >j,- 
kennzeichnei, daB der Heizleiter (3) zusammen mil 
dem darunter angeordneten Isolierkorper (8) entsprc- 
chend der Temperaturregelung mechanisch zwischen 
einem oberen und einem unteren Grenzwert. hohenvcr- 
sehiebbar ist. 
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FIG. 7 



